
長岡技術科学大学 田中研究室（セラミックス構造設計）

「セラミックス」は光情報通信、エネルギー、バイオ、半導体など、先端技術分野では必要不可欠な高性能材料です。
しかし、セラミックスの信頼性はまだ低く、価格も高いのが現状です。この原因は、セラミックス製造自体が実は十分に
理解されていないためです。本研究室では、“独自開発の可視化評価技術”を駆使して、これまでの経験に基づく、
セラミックスのものづくりの科学体系を新たに構築するとともに、これらの問題の解決に正面から取り組み、その成果
を我国企業の技術指導に活用しています。
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浸液透光法（光学顕微鏡）による成形体の内部構造観察
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金型中の内部構造写真

スラリーの内部構造連続観察写真
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成形体内部構造（赤外顕微鏡）

マイクロX線コンピュータトモグラフィのセラミックスへの適用
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成形体内部構造写真

含浸無

アルミナセラミックス アルミナ多孔体

KI含浸、反転

3D画像

テーマの紹介 セラミックスの製造科学の科学的体系化
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強度分布

Al2O3 焼結体の内部構造と外観 Al2O3 焼結体強度試験片

Al2O3 焼結体強度試験片
（分散＋鋳込み成形
＋真空焼結＋HIP）

常圧焼結

強度：770MPa

焼結変形と粒子充填の異方性

配向角分布 焼結収縮異方性

成形体内部（垂直） 成形体内部（水平）

湿式成形プロセスによる粗大欠陥制御によるセラミックスの強度・信頼性向上

製造中の粗大欠陥生成原因を探る

顆粒の断面写真
レーザー蛍光顕微鏡観察

20µm

低密度領域（バインダーの除去痕、 顆粒間のすき間）

粗大欠陥はどこから？

プロセスをさかのぼって観察
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成形体の断面写真 脱脂体の断面写真

焼結体SEM（表面）

焼結体薄片
（光学顕微鏡透過像）

バインダー偏析
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顆粒性質の制御によるセラミックスの高信頼化

アルミナ成形体構造（PAA添加量の影響）

高濃度スラリーも可視化

長波長化

http://mst.nagaokaut.ac.jp/ceramsci/

成形体内断面 脱脂体内断面
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